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2006年7月中間期決算概要



2

2006年7月中間期実績①　　売上高・経常利益2006年7月中間期実績①　　売上高・経常利益

4,112

5,775

前年比40.4％増

1,253

1,847
前年比47.4％増

売上高 経常利益

2005年7月期

　（中間）

2006年7月期

　(中間）

売上高・経常利益とも目標を大幅達成

（単位：百万円） （単位：百万円）

2005年7月期

　(中間）

2006年7月期

　（中間）
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2006年7月中間期実績②　　損益計算書・事業別売上高2006年7月中間期実績②　　損益計算書・事業別売上高

前期増減比

18.8

30.8

30.5

31.5

14.6

46.1

100.0

構成比 構成比金額前期増減比金額

41.218.91,09120.4772（当期）純利益

45.732.01,84620.41,267税引前（当期）純利益

47.432.01,84714.81,253経常利益

42.732.01,84818.31,294営業利益

32.413.879429.1599販管費

39.545.82,64221.61,894売上総利益

40.4100.05,77518.34,112売上高

2006年7月（中間）2005年7月（中間）

（単位：百万円・％）

100.0

5.5

7.1

87.4

構成比 前期増減比

40.4100.05,77518.34,112合計

▲9.23.62048.2225その他

43.87.3423▲19.5294フルイドシステム製品

43.389.15,14723.93,593半導体関連製品

構成比金額前期増減比金額

2006年7月期（中間）2005年7月期（中間）

損益計算書

事業別売上高
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2006年7月中間期実績③　　貸借対照表2006年7月中間期実績③　　貸借対照表

169126その他

1,66540.25,72734.34,062固定資産

4,0703,554有形固定資産

1,656507その他

2,395100.014,249100.011,853資産合計

92626.23,73323.72,807流動負債

1,362975支払手形及び買掛金

397499一年以内返済予定長期借入金

1,9731,332その他

2,9652,020受取手形及び売掛金

4,8105,129現金及び預金

576514棚卸資産

▲28313.01,85418.02,138固定負債

1,4311,829長期借入金

構成比金額構成比金額

100.014,249100.011,853負債及び資本合計

60.88,66058.36,908純資産合計

64239.25,58841.74,945負債合計

423309その他

73059.88,52165.77,791流動資産

増減額
2006年7月期（中間）2005年7月期（中間）

（単位：百万円・％）
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2006年7月中間期実績④　　キャッシュ・フロー2006年7月中間期実績④　　キャッシュ・フロー

4,687

▲591

▲476

1,319

2006年7月期（中間） 増減2005年7月期（中間）

▲3195,006現金及び現金同等物期末残高

▲2,6382,047財務活動によるキャッシュフロー

53▲529投資活動によるキャッシュフロー

708610営業活動によるキャッシュフロー

（単位：百万円）
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2006年7月中間期実績　ポイント①　ＦＯＳＢ　販売好調　2006年7月中間期実績　ポイント①　ＦＯＳＢ　販売好調　

「ＦＯＳＢ」売上高前期対比約４０％増の見込み「ＦＯＳＢ」売上高前期対比約４０％増の見込み

2005年1月期 2006年1月期 2007年1月期（予想）

中間実績

ウエハ出荷容器の推移　

38.8％増

37.5％増
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主要顧客の売上高シェア

2006年7月中間期実績　ポイント②　主要顧客層の変化2006年7月中間期実績　ポイント②　主要顧客層の変化

２００６年７月期（中間）

28.4％

19.9％

9.8％

41.9％

その他 Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

２００６年１月期

30.2％

19.2％

12.0％

38.6％
その他 Ａ社

Ｂ社

Ｃ社
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2007年1月期業績予想



9

8,820

11,600

前年比31.5％増

2,907
3,549

前年比22.1％増

売上高 経常利益

当期業績予想を上方修正

（単位：百万円） （単位：百万円）

2007年1月期業績予想①　　売上高・経常利益2007年1月期業績予想①　　売上高・経常利益

上方修正分

+1,100

上方修正分

+385当初計画値

10,500

当初計画値

+3,164

2006年1月期 2007年1月期（予想）2007年1月期（予想）2006年1月期
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2007年1月期業績予想②2007年1月期業績予想②

100.0

4.9

5.9

89.2

構成比 前期増減比

31.5100.011,60019.98.820合計

▲7.33.4400▲27.3431その他

1.04.6530▲21.0524フルイドシステム製品

35.792.010,67028.97.864半導体関連製品

構成比金額前期増減比金額

2007年1月期（予）2006年1月期

（単位：百万円・％）

22.113.41,55629.614.11,242販管費

22.244.15,11625.547.54,186売上総利益

22.130.63,54923.333.02,907経常利益

20.930.73,56023.933.42,944営業利益

20.7

33.2

100.0

構成比 前期増減比

21.230.63,54926.62,927税引前当期純利益

15.618.22,11228.41,826当期純利益

31.5100.011,60019.98,820売上高

構成比金額前期増減比金額

2007年1月期（予）2006年1月期
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3,373
4,065

6,100

7,864

10,670

664
593

524

530

312
507

431

400

647

486

30.6

33.0

32.0

20.1

23.6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2003年1月期 2004年1月期 2005年1月期 2006年１月期 2007年1月期(予想)

0

5

10

15

20

25

30

35
（百万円）

（%）

2007年1月期業績予想③2007年1月期業績予想③

半導体関連製品 フルイドシステム製品 その他製品 経常利益率
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業績推移業績推移

11,600

8,820

7,358

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

売上高推移売上高推移

3,549

2,907

2,357

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

経常利益推移経常利益推移

05/1　　　　　　　06/1　　　　　07/1（予想） 05/1　　　　　　　06/1　　　　　　07/1（予想）

（百万円）
（百万円）
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今後の事業戦略
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業界環境業界環境

ウエハメーカウエハメーカーー

デバイスメーカデバイスメーカーー

シリコン単結晶とウエハ

半導体デバイスウエハ

300mm FOUP

300mm FOSB300mm FOSB

高い機密性と高純度な収納環境を実現高い機密性と高純度な収納環境を実現

原料メーカーで製造された300mmウエハを
デバイスメーカーに出荷

半導体デバイス製造の工程内で
ウエハを搬送

静電気でゴミや埃がウエハに付着
しないよう独自の機能性導電プラ
スチックを採用
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業界環境業界環境

シリコンウエハの世界生産の動向　～日本での生産が7割～シリコンウエハの世界生産の動向　～日本での生産が7割～

（株）SUMCO

信越半導体（株）

エム・イー・エム・シー（株）

コマツ電子金属（株）

その他

海外

（株）SUMCO

信越半導体（株）

エム・イー・エム・シー（株）

コマツ電子金属（株）

その他

海外

FOSB出荷実績得意先別シェア

31.8%

29.5%

10.1%

6.3%

19.0%

3.3%

売上高
83億ドル

（約9500億円）

信越半導体㈱
31.7%

信越半導体㈱
31.7%

㈱SUMCO
22.1%

㈱SUMCO
22.1%

コマツ
電子金属㈱

8.7%

コマツ
電子金属㈱

8.7%

シルトロ
ニック（独）

13.4%

シルトロ
ニック（独）

13.4%

MEMC（米）
12.9%

MEMC（米）
12.9%

その他
11.2%

その他
11.2%

シリコンウエハの世界シェア（2005年）

出典：日本経済新聞

国内国内

海外海外
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業界環境業界環境

シリコンウエハ生産動向シリコンウエハ生産動向

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

300mmウエハ その他ウエハ 300mmウエハ比率

（百万平方インチ）

出所：弊社推測

（％）
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今後の事業戦略今後の事業戦略

設備を増強し、供給体制の強化を図る

販売を強化し売上高・利益高　NO.1を目指す

生産効率の向上を図る
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設備投資計画・・・「FOSB」15,000個の増産体制の確立を目指す設備投資計画・・・「FOSB」15,000個の増産体制の確立を目指す

FOSB専用工場
竣工

2005年1月期

投資額15億円
売上高　
7,358百万円

2006年1月期

「FOSB」+1.2万個
の増産体制を確立

投資額5億円

2007年1月期

売上高
8,820百万円

今後の事業戦略①　設備を増強し、供給体制の強化を図る今後の事業戦略①　設備を増強し、供給体制の強化を図る

月産　1.5万個 月産　3万個 月産　4.2万個 月産　5.7万個

売上高　
5,060百万円

「FOSB」増産体制
及び金型製造
設備の増強

投資額2億円

「FOSB」+1.5万個
の増産体制を計画

投資額6億円
売上高
11,600百万円

2004年1月期
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今後の事業戦略②　設備を増強し、供給体制の強化を図る今後の事業戦略②　設備を増強し、供給体制の強化を図る

新工場の建設　「住吉第三工場（仮称）」新工場の建設　「住吉第三工場（仮称）」

総額20億円（建物、機械設備等）設 備 投 資 額

全額自己資金資 金 計 画

平成18年10月着工予定時期工 事 計 画

平成19年 5月完成予定時期

熊本県菊池市泗水町住吉（住吉工業団地内）所 在 地

住吉第三工場（仮称）名 称

6,582㎡総延べ床面積

14,280㎡敷地面積面 積

300mmシリコンウエハ関連製品　月産26,000個生 産 能 力
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製造ラインの効率化製造ラインの効率化

製造組織の強化製造組織の強化

生
産
効
率
の
向
上

今後の事業戦略③　生産効率の向上を図る今後の事業戦略③　生産効率の向上を図る

ジャストインタイムの強化ジャストインタイムの強化

ストックコンベア、ラインコンベアの導入

金型真空装置の導入金型真空装置の導入

成形後の仕上げ作業の削減

人材の強化人材の強化

・社員教育に注力し、成形・金型技能士九州地区最多

１級・２級　計３６名　（２００６年７月時点）

・ＱＣサークル活動の強化
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今後の事業戦略④　販売を強化し売上高・利益高　ＮＯ.1を目指す今後の事業戦略④　販売を強化し売上高・利益高　ＮＯ.1を目指す

200mm市場で築いた信用力を武器に300ｍｍ周辺製品市場を拡販200mm市場で築いた信用力を武器に300ｍｍ周辺製品市場を拡販

SEMI規格外のシリコンウエハ周辺製品を新規開発

受注製品群

化合物半導体用
枚葉ケース

３００ｍｍ極薄ウエハ用
トレーサブルトレイ

SEMI規格品

運搬

ディバイス
工程内処理

薬液処理工程
３００ｍｍ枚葉ケース
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NewFOSBを中心に
シリコンウエハ容器全体のシェア向上を目指す

NewFOSBをを中心に中心に
シリコンウエハ容器全体のシェア向上を目指すシリコンウエハ容器全体のシェア向上を目指す

シリコンウエハ容器
全体での

トップシェア
を目指す

シリコンウエハ容器シリコンウエハ容器
全体での全体での

トップシェアトップシェア
を目指すを目指す

NewFOSBNewFOSB

＋

FOUPや周辺製品の
新規採用

FOUPや周辺製品の
新規採用

FOSBFOSB

今後のビジョン　今後のビジョン　 シリコンウエハ容器全体のシェアアップを図るシリコンウエハ容器全体のシェアアップを図る
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ご参考資料
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ミライアル株式会社（英訳名：Miraial Co., Ltd.）

設立 ：1968年7月

本社 ：東京都豊島区西池袋一丁目18番2号

代表者 ：代表取締役社長　兵部　行遠（ひょうぶ　ゆきひろ）

事業内容 ：半導体業界を中心に、シリコンウエハ容器、フルイドシステム、電子部品等

のプラスチック精密成形品の製造及び販売

会社概要

NewFOSB
FOUP
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沿革

年代

1968年

重要イベント（会社の歴史）

会社設立

社名変更 ミライアル株式会社

（製品）

フッ素樹脂製

工程内カセットを製品化

日本初
SEMI規格300mm
FOSB開発

日本初
SEMI規格300mm
FOSB開発

SEMIFIMS規格
New FOSB

住吉工場第1竣工

住吉工場第2 竣工

ISO14001認証取得

ISO9002認証取得

国産第1号となるシリコンウエハ用カセットの開発・製品化に成功

　　　　　

300mmシリコンウエハを使用した半導体（IC）製造にあわせて、
300mmウエハ出荷容器の「FOSB」WIN300を開発・発売

1995年 SEMIスタンダード会議
ニューオリンズ（300mm規格）

1995年 SEMIスタンダード会議
ニューオリンズ（300mm規格）

1969年

シリコンウエハ用カセットの大幅な生産拡大を図る為、
現熊本事業所（富の原工場）を開設

1984年

1996年

1999年

2001年

2003年

2004年

ISO9001認証取得2002年
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ウエハメーカー デバイスメーカー

半導体関連製品事業

FOSB FOSB FOUP カセットカセット

事業内容①-1

出荷時 搬入時 工程搬入時 製造時製造時
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300mm

200mm以下

■工程内容器
薬液処理工程 ・・・・・ フッ素樹脂

非薬液処理工程 ・・・特殊PP、PBT、PEEK

■工程内容器
薬液処理工程 ・・・・・フッ素樹脂

非薬液処理工程 ・・・特殊PP、PBT
PEEK

■出荷容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PC、PBT

■出荷容器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PC、PBT

半導体関連製品事業事業内容①-２

FOSB

FOUP
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高耐熱、耐薬品の特長を持つフッ素樹脂の継手、バルブ、
ポンプ等のフルイド製品
半導体（IC）製造・ラボなどで腐食性の強い薬液を、純度を

保ち安全且つ確実に移送する

事業内容② フルイドシステム製品事業　その他製品事業

その他製品事業フルイドシステム製品事業

高機能プラスチックの特性を活かし
た合成樹脂製品
電子、通信、計測機器、航空、宇宙
分野等で使用
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強み・まとめ

原料メーカーと共同
　で独自に半導体容
　器に最適な原料開発

原料メーカーと共同原料メーカーと共同
　で独自に半導体容　で独自に半導体容
　器に最適な　器に最適な原料原料開発開発

リサイクルが可能な
　独自設計

保管（収納）された
　ウエハの表面の品質　
　（状態）を保証するため
　の製品設計ノウハウ

リサイクルが可能なリサイクルが可能な
　独自設計　独自設計

保管（収納）された保管（収納）された
　ウエハの表面の品質　　ウエハの表面の品質　
　（状態）を保証するため　（状態）を保証するため
　の　の製品設計ノウハウ製品設計ノウハウ

蓄積されたノウ
　ハウ・　技術によ
　る自社製作

蓄積された蓄積されたノウノウ
　ハウ　ハウ・　技術・　技術によによ
　る自社製作　る自社製作

精密測定機器を駆
使した製品評価

お客様第一の迅速
な品質保証体制

精密測定機器を駆
使した製品評価

お客様第一の迅速
な品質保証体制

品質の保証品質の保証品質の保証

原料の開発原料原料の開発の開発 製品開発製品製品開発開発

金型設計、自社製作金型金型設計、自社製作設計、自社製作

半導体用製品
　の精密成形に
　不可欠な独自
　のノウハウの

蓄積

半導体用製品半導体用製品
　　の精密成形にの精密成形に
　　不可欠な独自不可欠な独自
　　のノウハウののノウハウの

蓄積蓄積

成形技術成形技術成形技術
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強み① 製品設計、金型製作、成形加工に至るまでスピード製品開発による一貫生産

業界で唯一、製品形状モデル検討から、
金型設計、金型製作、成形までを自社技術で完結

業界で唯一、製品形状モデル検討から、業界で唯一、製品形状モデル検討から、
金型設計、金型製作、成形までを自社技術で完結金型設計、金型製作、成形までを自社技術で完結

高機能プラスチック

製品製造で培ったノ

ウハウと、最新鋭の

3D/CAD・CAEシス

テムを融合した独自

の設計技術を開発

製品設計に直結、

動した金型用

3D/CADシステムを

装備

小型成形用金型か

ら300mmシリコンウ

エハ出荷容器の大

型成形用金型まで

生産が可能

フッ素樹脂の成形設備

の開発等で培った蓄積

された成形技術を基礎

とし、半導体業界用の

高機能プラスチック製

品の生産体制を確立

製品設計製品設計 金型設計金型設計 金型製作金型製作 成　形成　形
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強み② 成形技術

製品成形 高度な検査装置で精密検証 精密な検査を可能にする特注検査装置

大型製品の精密成形技術大型製品の精密成形技術

成形難易度が高い高機能プラスチックの成形技術成形難易度が高い高機能プラスチックの成形技術

発塵や汚染のないクリーン成形技術発塵や汚染のないクリーン成形技術
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強み③ オリジナル原材料の開発

高純度製品の提供高純度製品の提供

半導体製造プロセスの変革
に伴う高機能樹脂素材への

ニーズの高まり

半導体製造プロセスの変革
に伴う高機能樹脂素材への

ニーズの高まり

樹脂原料メーカーとの共同開発による
当社独自のオリジナル原料

樹脂原料メーカーとの共同開発による
当社独自のオリジナル原料

主要原材料の使用量

92.7%

7.3%

高機能プラスチック樹脂

（PEEK,PBT,PEE,PC,POE 
PFA,ETFE)

汎用プラスチック樹脂
（PP,シールスタット)
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富の原工場

住吉工場（第1工場） 住吉工場（第2工場）

強み④ 世界へ発進する生産拠点

アジア戦略をにらみ、熊本に生産体制を確立アジア戦略をにらみ、熊本に生産体制を確立

　　　　　地理的優位性を最大限に発揮し、
　　　　　デバイスメーカーとのリレーションの強化、海外販売強化を図る
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強み⑤ 充実した生産設備

クリーンルームを備えた最先端工場クリーンルームを備えた最先端工場クリーンルームを備えた最先端工場

万全な品質保証体制（ISO9001認証）万全な品質保証体制（万全な品質保証体制（ISO9001ISO9001認証）認証）
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ミライアル製品のデファクトスタンダード化を実現し
ポスト300mm戦略を優位に進める

ミライアル製品のデファクトスタンダード化を実現し
ポスト300mm戦略を優位に進める

シリコンウエハのロードマップ

200mm
1990年～

300mm
2001年～

450mm
2012年～

675mm
2019年?～

11年 11年 9年
出典：ITRS
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経営理念 ：私達は事業活動を通じて

1. 人と自然を大切にしあらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します

2. 先端技術をもって開発を推進し世界の人々に喜ばれる価値を創造します

経営理念・環境方針

　ＩＳＯ14001認証取得（2004年1月）

環境方針

1. 製品の環境負荷を軽減

2. 省資源･省エネルギー活動の推進

3. 環境関連法規則等の遵守

4. 環境保全活動の推進

5. 啓蒙活動の推進
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「ミライアルの未来」

明日に向かって

「未来を見つめ」「未来を考え」「未来を創る」

夢と創造に挑戦

　IR問い合わせ窓口

　ミライアル株式会社　　　管理本部　　総務経理部

　　TEL：03-3986-3782　　　　　　　FAX：03-3986-3853　　　　　　

　　E-mail：ir-m@miraial.co.jp
将来見通し等に関する注意事項
本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社
の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するもの
ではありません。
本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させて
いただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。


